
  

 

 

 

 

 

即时发布 – 2019 年 4 月 17 日 

 

VLSI 学术和业界在半导体技术和电路方面寻求新突破，致力构筑一个统一

互联的世界 
 

2019 年度 VLSI 技术与电路研讨会公布了大会议程。本次研讨会将围绕“挑战半导体极限，构筑
统一互联世界”为主题展开，会议包含周日研讨会、短训班、专题研讨会、专题讨论会、演示分
会和“周五论坛” 

 

2019 年度 VLSI 技术与电路研讨会的大会议程已公布。今年研讨会将围绕“挑战半导体极

限，构筑统一互联世界”主题展开。半导体通过将人类、机器和信息关联起来，改造了我

们的社会。要进一步加强这些互动，创造一个真正统一互联的世界，还需要取得更多突

破。  

为期一周、相互并行的 VLSI 技术和电路研讨会议程将以独特的视角，介绍行业的许多重

要的发展趋势， 例如，人工智能、机器学习、自动驾驶、安全、先进传感器、新计算技

术和系统。所有这些以及更多的主题将以先进技术开发、创新电路和系统设计以及应用为

背景在研讨会上进行讨论。  

 

全体会议（6 月 11 日和 12 日） 

今年的研讨会将于周二和周三早上举办两场全体会议。周二全体会议的两个主题分别为

“虚拟半机械人：超越人类极限”，由东京大学的 Masahiko Inami 教授主讲；以及“把握后
摩尔时代：DARPA 的电子技术复兴计划”，由 DARPA 微系统技术办公室主任 William 

Chappell 主讲。  

周三全体会议的两个主题包括由 Facebook 副总裁兼芯片主管 Sha Rabii 主讲的“增强现实
系统的计算和技术方向” 和由东京大学教授、新兴物质科学 RIKEN 中心的 Seigo Tarucha 

主讲的“用于开发基于自旋的量子计算的硅平台”。 

 

专题研讨会（6 月 11 日、12 日和 13 日） 

为更加紧密地结合技术与电路的研讨会，大会将组织一系列的联席专题研讨分会。一些以

技术和电路集成为核心的特色论文将在这些联席专题分会上宣读。联席专题分会将于 6 月 

12 日和 13 日举行，主题包括“新计算”、“物联网和传感器”、“适用于人工智能的技术和系

统”，以及“内存的未来”等。 

除了联席分会之外，6 月 11 日还将举行两场技术专题研讨分会，重点介绍“量子计算”和

“3D 集成与封装”方面的最新进展。 

 

周日研讨会（6 月 9 日） 

今年，VLSI 研讨会首次于 6 月 9 日（周日）晚 (7pm – 10pm) 举办 3 场研讨会。这些研讨

会将讨论一些不包含在主研讨会技术程序中的关于研究和应用的专题。  



 
 
 

 
 

 

 

研讨会 1 –“原子层工艺和选择性区域图案成形对器件制造和性能的影响”：将重点介绍原

子层蚀刻、原子层沉积和选择性区域图案成形领域的新发展。这对半导体器件从业群体的

未来器件制造技术的实现具有重要意义。 

 

研讨会 2 –“二维材料与应用”：将介绍 目前 2D 材料，从生长和工艺步骤到器件和建模，

的领先水平。主讲人将讨论 2D 材料如何使晶体管和互联可以继续缩小尺寸，并将讨论

2D 材料的其他方面的潜在应用，例如光电子学和热传输。  

 

研讨会 3 –“用于顺序 3D 集成的低热预算掺杂剂激活”：旨在分享和学习与结设计相关的

专业知识，同时考虑与顺序 3D 集成相关的热约束。来自工艺、集成、仿真和理论等多个

领域的研究人员将齐聚一堂，共同探讨用在或可能用在低温结设计中的所有策略：激光和

微波退火、固相外延再生长、以及原位掺杂外延。 

 

全天短训班（6 月 10 日） 

短训班 1 -“挑战半导体极限的 CMOS 技术：从材料到封装” 将涵盖一系列主题，包括用于 

FinFET 的 CMOS 技术、新兴互联技术、先进的微缩工艺技术、2019 年 DTCO 展望、3D 

集成、新兴逻辑器件和 3D NAND 闪存。 

 

短训班 2 -“先进的 5G 电路、系统和应用”将涵盖 5G 无线电路和设计的最新进展，包括先

进的射频收发器、时钟产生、滤波器和波束形成电路。此外，还将讨论内建自测试 

(BIST)、封装和技术集成，以及迎接即将到来的 5G 时代的各种应用。 

 

短训班 3 -“安全与人工智能交叉带来的机遇与挑战”：随着人工智能近年来得到快速发

展，其安全问题也越来越受到关注。本期短训班将探讨安全与人工智能交叉为电路设计带

来的诸多机遇和挑战，如加密与熵产生、抗侧信道攻击、人工智能计算架构与硬件，以及

面向人工智能边缘应用的非易失性电路与存储器。 

 

演示分会（6 月 10 日） 

研讨会将在 6 月 10 日的短训班结束后举行第三代 VLSI 演示分会。分会将展示在本周电

路和技术研讨会上宣读的一些最出色论文中的系统。这包括一些关键应用、桌面实时演

示，或对技术概念和分析的可视化介绍。本次演示分会将与研讨会的招待会联合举办，为

与会者提供与论文作者互动和展开技术讨论的绝佳机会。 

 

晚间专题讨论会（6 月 10 日和 11 日） 

6 月 10 日将举行联合专题讨论会，汇集技术和电路领域的顶级专家，解答“处于转折点的
半导体行业将何去何从”的有关问题。 

半导体技术彻底改变了世界，我们每年齐聚一堂来庆祝这个领域的持续发展。经济学不再

看好摩尔定律曲线，每个栅极的价格已经持平或正在上涨。前沿技术节点已被极少数敢于

使用的公司掌控。与此同时，初创企业的数量也大幅缩减。那么未来应当何去何从？由来



 
 
 

 
 

 

自学术界、行业协会、初创企业和成熟企业的专家组成的专家小组将和与会者一起，就半

导体行业未来提供一些深刻的见解。 

 

6 月 11 日举行的技术研讨会晚间专题讨论会将探讨“未来的晶圆代工厂将会做些什么?”这

一主题。 

几十年来，传统的工艺节点缩减都非常成功，但如果我们希望半导体行业在未来 10 年持

续发展，我们就需要重新考量关于未来晶圆代工厂的设想，以解决 5nm 以下工艺技术的

挑战。 

 EUV 是否仍可以满足图案形成要求？主要的阻碍因素是什么？ 

 FinFET/纳米线/纳米片对硅 MOSFET 的推动作用可以持续多久？是否需要其他技术？ 

 微缩之后，“More-than-Moore”还能提供哪些价值？ 

 3D 小芯片能提供多少新性能？ 

 其他类型的晶圆厂是否还有机会？小型晶圆厂与超大晶圆厂的对比 

在本次专题讨论会上，我们将讨论半导体技术的挑战和机会，以及可产生的新市场价值，

为未来的晶圆代工厂提出一些的观点。 

 

6 月 11 日晚间还将举行电路的专题讨论会，主要探讨主题：“在即将举行的东京奥运会上
及其之后，我们将期待什么样的技术”  

即将在东京举行的奥运会不仅汇集全球顶尖运动员，还将展示全球最新技术。届时将向全

世界展示许多令人兴奋的新技术，包括 5G、物联网、人工智能、自动驾驶汽车、

AR/VR、传感器以及安全。本次讨论会将邀请一些技术专家，向与会者介绍支持创新电

路发展的新技术。”（注意，该专题讨论会与东京奥运会无关） 

 

周四午餐会（6 月 13 日） 

半导体技术甚至为娱乐领域带来了新的创新。您或许还记得，里约热内卢奥运会闭幕式上

展现的增强现实 (AR) 效果。周四午餐会演讲主题是“面向娱乐和艺术开发视觉系统”，主

讲人是 Rhizomatiks 公司负责开发奥领匹克闭幕式 AR 系统的 Yuya Hanai。 

 

周五论坛（6 月 14 日） 

继去年第一次在檀香山作为研讨会的正式议程的一部分成功举办后，2019 年度 VLSI 研讨

会将再次举办“周五论坛”，重点讨论“实现自动驾驶的使能技术”。这个持续一天的论坛将

有一系列的大会发言，重点介绍技术和电路设计人员如何参与和推动自动驾驶未来的发

展。这个领域将会不断地演变，对未来集成系统的发展有着重要影响。周五论坛将总结未

来驾驶员辅助和自动驾驶技术的最新进展，包括先进的传感器和处理器技术，并着重介绍

机器学习的演变和对智能移动社会的展望。 

 

面向年轻专业人士和学生的小型辅导分会（6 月 11 日）  

面向年轻专业人士和学生的小型辅导和职业指导分会旨在为学生、教员和工程师（获得首

个学位不超过 15 年）提供与工业和学术界的专家们在亲切友好的氛围下面对面相互交流



 
 
 

 
 

 

的机会，聆听导师分享他们的经验，并可同时提出一些与职业、发表论文、和领导力等有

关的问题。这个活动可免费参加，并可享用会议提供的餐饮服务。 

 

多元化午餐会（6 月 11 日） 

周二将举行多元化午餐会，以互动交流和分组讨论的形式，探讨如何促进器件和电路社区

的多元化发展，之后将安排一次社交午餐。 所有与会者都可免费参加。 

 

赞助机构 

VLSI 技术研讨会由 The Japan Society of Applied Physics 和 IEEE Electron Devices Society 

主办，IEEE Solid State Circuits Society 协办。 

 

VLSI 电路研讨会由 The Japan Society of Applied Physics 和 IEEE Solid State Circuits Society 

主办，Institute of Electronics, Information and Communication Engineers 协办。 

 

更多信息和注册 

请访问：http://www.vlsisymposium.org。 
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（北美和欧盟） 

BtB 市场部 

Chris Burke 

BtB 市场、合作媒体关系总监 
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